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uma matriz de circuito integrado (IC) diretamente ligada a um painel principal. Uma matriz de IC diretamente ligada a um painel
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“MONTAGEM DE PAINEL PRINCIPAL INCLUINDO UM PACOTE QUE SOBREPOE UMA
MATRIZ DIRETAMENTE LIGADA AO PAINEL PRINCIPAL”

CAMPO DA INVENGAO

As modalidades reveladas se referem genericamente
a sistemas de computacdo e mais particularmente a uma montagem de

painel de nivel de sistema.
HISTORICO DA INVENGAO

Um dispositivo de computagdo portatil - como, por
exemplo, um telefone celular, um smart phone, um dispositivo de
internet mével, etc. - inclui tipicamente varios componentes
dispostos em um painel de <circuito de nivel de sistema. Os

componentes supracitados podem incluir dispositivos de circuito

integrado (IC), componentes elétricos passivos, e varios
dispositivos de entrada/saida (I/0), bem como qualquer combinagdo _
desses e/ou outros componentes. Muitos desses componentes - embora
talvez ndo todos - podem ser montados no painel do nivel de

sistema, o que pode ser mencionado como um painel principal. O

painel principal prové percursos elétricos para interconectar

€55es VArios componenteés para formar um sistema de computagao. -
Para dispositivos de computagdo portateis, uma
montagem de painel de nivel de sistema tendo um fator de forma
pequena pode ser desejavel. Uma solugdo para obter um fator de
forma pequena é utilizar uma arquitetura de pacote em pacote (PoP
- Package-on-Package), que genericamente inclui um pacote de IC
superior empilhado sobre e eletricamente acoplado a um pacote de
IC inferior, cada pacote incluindo uma ou mais matriz IC disposta
em um substrato ou outra portadora de matriz. Entretanto, um
componente de PoP pode aumentar a altura geral (ou espessura) da
montagem. Além disso, a contagem de camada relativamente inferior
comumente encontrada no substrato inferior de um componente PoP
(por exemplo, 2-4 camadas, em comparagdo com o painel principal,
que pode ter 6 ou mais camadas) pode limitar a flexibilidade de
roteamento entre os pacotes superior e inferior. Inversamente, a
montagem desses dois pacotes lado a lado no painel principal

aumentard a area superficial da montagem.

’
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BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

A Figura 1A é um diagrama esquemdtico que ilustra
uma vista em elevagdo de uma modalidade de uma montagem incluindo
um painel principal tendo um pacote que sobrepde uma matriz de IC
diretamente ligada ao painel principal.

A Figura 1B é um diagrama esquemdtico que ilustra
uma vista em elevagdo de outra modalidade de uma montagem
incluindo um painel principal tendo um pacote gque sobrepde uma
matriz de IC diretamente ligada ao painel principal.

A Figura 1C é um diagrama esquemdtico que ilustra
uma vista em elevagdo de uma modalidade adicional de uma montagem
incluindo um painel principal tendo um pacote que sobrepde uma
matriz de IC diretamente ligada ao painel principal.

A Figura 2 é um diagrama de blocos que ilustra

uma modalidade de um método de fabricar uma montagem de painel )

principal incluindo um painel principal tendo um pacote que
sobrepde uma matriz ID diretamente ligado ao painel principal.

As Figuras 3A-3E sdo diagramas esquemdticos que

ilustram modalidades do método de fabricar uma montagem de painel

principal—mostrada—na Figura—2=
DESCRIGAO DETALHADA DA INVENGAO

Sdo reveladas modalidades de uma montagem de
nivel de sistepa que inclui uma matriz de circuito integrado (IC)
diretamente ligada a um painel principal e um pacote que sobrepde
pelo menos uma porgcdo da matriz de IC. Uma matriz de 1IC
diretamente acoplada a um painel principal ou outro painel de
circuito pode ser mencionada como uma matriz de ligar chip direto
(DCA). O pacote também é ligado ao painel principal e esse pacote
pode incluir uma ou mais outras matrizes de IC dispostas em um
substrato ou outra portadora de matriz. O painel principal prové
comunicacdo elétrica entre a matriz DCA e o pacote de
sobreposicdo, bem como comunicagdo elétrica entre a matriz DCA e
um ou mais outros componentes dispostos no painel principal. O
painel principal também pode fornecer comunicagdo elétrica entre o
pacote e um ou mais dos outros componentes dispostos no painel

principal. Como exemplo, a matriz DCA pode incluir um sistema de
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processamento, e o pacote pode incluir um ou mais dispositivos de
meméria. Sdo também reveladas modalidades de um método de fazer a
montagem de painel principal acima mencionada.

Voltando agora para a Figura 1A, é ilustrada uma
modalidade de uma montagem 100. A montagem 100 inclui diversos
componentes dispostos em um painel principal 110. O painel
principal 110 inclui um primeiro lado 112 e um segundo lado
opostos 114, e vAarios componentes podem ser dispostos em um ou
ambos dos primeiro e segundo lados 112, 114. O painel principal
também inclui diversos percursos elétricos (por exemplo, tragos
condutores, vias condutoras, furos diretos revestidos, etc.) que
interconectam um ou mais dos componentes dispostos no painel
principal 110 para formar um sistema de computagdo. A montagem de
painel principal 100 pode compreender qualquer tipo de sistema de

computagdo, como um dispositivo de computagdo portatil (por

exemplo, um telefone celular, um smart phone, um dispositivo de

internet mével, etc.) ou um dispositivo de computagdo mdével (por

exemplo, um laptop, um computador net-top, etc.). Entretanto, as

"modalidades reveladas ndo sd80 limitadas a dispositivos ~de

computacdo portateis e outros, e _essas modalidades podem encontrar
aplicagdo em outros tipos de sistemas de computacgao, como
computadores de mesa e servidores.

O painel principal 110 pode compreender gqualquer
tipo de painel de circuito ou outro substrato capaz de fornecer
comunicacdo elétrica entre um ou mais dos varios componentes
dispostos no painel. Em uma modalidade, por exemplo, o painel
principal 110 compreende uma placa de circuito impresso (PCB)
compreendendo multiplas camadas de metal separadas entre si por
uma camada de material dielétrico e interconectadas por vias
eletricamente condutoras. Qualquer uma ou mais das camadas de
metal pode ser formada em um padrdo de circuito desejado para
rotear - talvez em combinag¢do com outras camadas de metal - sinais
elétricos entre os componentes acoplados ao painel 110.
Entretanto, deve ser entendido que as modalidades reveladas nd&o
sdo limitadas ao PCB descrito acima e, além disso, que o painel
principal 110 pode compreender qualquer outro substrato

apropriado.
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E disposta diretamente no primeiro lado 112 do
painel principal 110 uma matriz de IC 120. A matriz de IC 120 pode
compreender qualquer tipo de dispositivo de circuito integrado. Em
uma modalidade, a matriz de IC 120 inclui um sistema de
processamento (nucleo Unico ou miltiplos nucleos). Por exemplo, a
matriz de IC pode compreender um microprocessador, um processador
grafico, um processador de sinais, um processador de rede, um
chipset, etc. Entretanto, deve ser entendido que as modalidades
reveladas ndo sdo limitadas a nenhum tipo especifico ou classe de
dispositivos de IC.

A matriz de IC 120 é acoplada eletricamente ao
painel principal 110 por diversas interconexdes 125. Interconexdes
125 podem compreender gqualquer tipo de estrutura e materiais
capazes de fornecer comunicagdo elétrica entre a matriz 120 e o

painel principal 110. Além disso, as interconexdes 125 podem ligar

~“diretamente  a matriz de IC 120 ao painel principal 110, quer

individualmente ou em combinagcdo com outras estruturas ou

caracteristicas que acoplam a matriz e painel. Em uma modalidade,

—=-as interconexdes 125 acoplaram eletriCamente a matriz 120 ao =~
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painel principal. Entretanto, em outras modalidades, as
interconexdes 125 podem fornecer uma contribui¢ido minima para a
fixagdo mecédnica da matriz 120 ao painel principal 110. Em uma
modalidade adicional, uma camada de material de subenchimento pode
auxiliar também em fixar mecanicamente a matriz 120 ao painel
principal 110, como serad descrito abaixo. Como anteriormente
observado, uma matriz de IC diretamente acoplada a um painel de
circuito na configuracdo acima mencionada pode ser mencionada como
uma matriz de ligar chip direto (DCA).

Como observado acima, as interconexdes 125 podem
compreender qualquer tipo apropriado de interconexdo e podem
compreender quaisquer materiais eletricamente condutores
apropriados. De acordo com uma modalidade, as interconexdes 125
compreendem um conjunto de ressaltos de solda que se estendem
entre a matriz 120 e o painel principal 110 (talvez em combinacgdo
com um conjunto de colunas de cobre e/ou apoios de cobre dispostos

na matriz 120 e/ou painel 110), e um processo de refluxo de solda

_painel 110 e também auxiliam em fixar mecanicamente a matriz no _
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pode ser utilizado para formar as interconexdes 125.
Evidentemente, deve ser entendido que muitos outros tipos de
interconexdes e materiais sdo possiveis (por exemplo, ligac¢des de
fio estendendo entre a matriz 120 e o painel principal 110).

E também disposto no painel principal 110 um
pacote 150a. O pacote 150a sobrepde pelo menos uma porcdo da
matriz DCA 120. Em uma modalidade, a periferia da matriz DCA 120
situa-se inteiramente dentro de uma periferia do pacote 150a, e em
uma modalidade adicional a matriz DCA 120 e pacote 150a sé&o
orientadas concéntricas entre si (como mostrado na Figura 1lA). O
pacote 150a inclui um substrato 160a tendo um primeiro lado 162a e
um segundo lado oposto 164a. Ademais, o pacote 150a inclui pelo
menos uma matriz de IC 170a disposta no primeiro lado do substrato
162a (ou talvez a segunda matriz oposta 162b, como serd descrito

abaixo) . Além disso, deve ser observado que, em algumas

modalidades, outros”™ componentes podem ser dispostos no pacote
150a. Outros componentes que podem ser dispostos no pacote 150a
incluem, por exemplo, um regulador de voltagem e dispositivos
elétricos passivos; como capacitores, filtros, indutores, "etc. -

A matriz de_ IC 170a pode compreender gualquer

tipo de dispositivo de circuito integrado. De acordo com uma
mbdalidade, a méﬁriz de IC 170a compreende uma memdria. Por
exemplo, a matriz de IC 170a pode compreender qualquer tipo de
memdéria de acesso aleatdrio dinédmica (DRAM), gqualquer tipo de
meméria de acesso aleatdrio estatica (SRAM), ou qualquer tipo de
memdéria flash. Ainda em outra modalidade, o pacote 150a pode
compreende uma unidade de estado sélido (SSD), que pode ter varias
matrizes IC incluindo um controlador de meméria e uma ou mais
matriz de memdéria (embora em outras modalidades o pacote 150a pode
ndo incluir um controlador de memdria). Como o leitor reconhecer4a,
entretanto, a matriz de IC 170a pode compreender qualquer outro
tipo ou classe de dispositivo de IC.

A matriz de IC 170a é eletricamente acoplada ao
substrato 160a por diversas interconexdes 175a. As interconexdes
175a fornecem conexdes elétricas entre a matriz 170a e o substrato
160a, e essas interconexdes também podem auxiliar a fixar

mecanicamente a matriz nesse substrato. Para auxiliar na fixacédo
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da matriz 170a ao substrato 160a, uma camada de subenchimento (n&o
mostrada nas figuras) pode ser disposta entre a matriz 170a e
substrato 160a. As interconexdes 175a podem compreender gqualquer
tipo apropriado de interconexdo e podem compreender quaisquer
materiais eletricamente condutores apropriados. De acordo com uma
modalidade, as interconexdes 175a compreende um conjunto de
ressaltos de solda gque se estendem entre a matriz 170a e o
substrato 160a (talvez em combinag¢do com um conjunto de colunas de
cobre e/ou apoios de cobre dispostos na matriz 170a e/ou substfato
160a), e um processo de refluxo de solda pode ser utilizado para
formar as interconexdes 175a. Evidentemente, deve ser entendido
que muitos outros tipos de interconexdes e materiais sdo possiveis
(por exemplo, ligagdes de fio se estendendo entre a matriz 170a e
o substrato 160a).

O substrato 160a - as vezes mencionado como

—\“substfato de pacote” - pode compreender qualquer tipo apropriado

de substrato capaz de fornecer comunicagdes elétricas entre a
matriz de IC 170a e o painel principal subjacente 110. O substrato
—160a pode também fornecer suporte estrutural para a matriz 170&.

meo e§emplo! em uma modalidade, o substrato 160a compreende um
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substrato de multiplas camadas - incluindo camadas alternadas de
um material dielétrico e metal - construido em torno de uma- camada
de nucleo (um nucleo de metal ou dielétrico). Em outra modalidade,

o substrato 160a compreende um substrato de miltiplas camadas sem
niucleo. Outros tipos de substratos e materiais de substrato também
podem encontrar uso com as modalidades reveladas (por exemplo,
ceramica, safira, vidro, etc.). Além disso, de acordo com uma
modalidade, o substrato 160a pode compreender camadas alternadas
de material dielétrico e metal que s&do construidas em torno da
prépria matriz 170a, esse processo as vezes mencionado como um
“processo de construcdo sem ressalto”. Onde tal abordagem é
utilizada, as interconexdes 175a podem ndo ser necessarias (visto
que as camadas de acumulacdo podem ser dispostas diretamente sobre
a matriz 170a).

O substrato 160a - e consequentemente o pacote
150a - é eletricamente acoplado ao painel principal 110 por

diversas interconexdes 165a. As interconexdes 165a fornecem
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conexdes elétricas entre o pacote 150a e o painel principal 110, e
essas interconexdes podem também auxiliar a fixar mecanicamente o
pacote 150a nesse painel. Em outra modalidade, como serd descrito
abaixo, uma camada de material de subenchimento pode auxiliar a
fixar mecanicamente o pacote 150a no painel principal 110. As
interconexdes 165a podem compreender qualquer tipo apropriado de
interconexdo e podem compreender quaisquer materiais eletricamente
condutores apropriados. De acordo com uma modalidade, as
interconexdes 165a compreendem um conjunto de ressaltos de solda
que se estende entre o substrato 160a e o painel principal 110
(talvez em combinagdo com um conjunto de colunas de cobre e/ou
preenchimento (pads) de cobre dispostos no substrato 160a e/ou
painel 110), e um processo de refluxo de solda pode ser utilizado
para formar as interconexdes 165a. Em uma modalidade, a altura de

interconexdes refluidas 165a é tal que uma folga 180a existe entre

‘a“matriz=DCA 120 e & supérficie inférior 164a do pacote 150a. De

acordo com outras modalidades, a altura das interconexdes

refluidas 165a é tal que pelo menos por¢des da matriz 120 contatam

a superficie inferior 164a:-

Além da matriz DCA 120 e pacote 150a, um ou mais.
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componentes adicionais podem ser dispostos em cada ou ambos o0s
lados 112, 114 do painel principal 110. Como exemplo, como
mostrado nas figuras, os componentes 130a, 130b, 130c podem ser
dispostos no primeiro 1lado 112 do painel principal 110, e
componentes 140a, 140b podem ser dispostos no lado oposto do
painel principal 114. Diversos terminais elétricos (ndo mostrados
nas figuras), como, por exemplo, apoios ou estrias de metal, podem
ser dispostos no primeiro e segundo lados 112, 114 do painel
principal para formar conexdes elétricas com esses componentes
adicionais. Componentes adicionais que podem ser dispostos no
painel principal 110 incluem outros dispositivos de IC (Por
exemplo, dispositivos de processamento, dispositivos de membria,
dispositivos de processamento de sinais, dispositivos de
comunicacdo sem fio, etc.), componentes de distribuicdo de energia
(por exemplo, um regulador de voltagem, uma fonte de alimentagéo
como bateria, e/ou dispositivos passivos como um capacitor), e um

ou mais dispositivos I/0 (por exemplo, uma antena, um microfone,
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um bloco de teclas ou outro dispositivo de entrada de dados como
um display de tela sensivel a toque, e/ou um display grafico,
etc.) bem como qualquer combinagdo desses e/ou outros
dispositivos.

Como observado acima, o painel principal 110
prové trajetdrias elétricas que interconectam os componentes 120,
130a-c, 140a-b, 150a dispostos nesse painel para formar um sistema
de computagdo. Em uma modalidade, o painel principal 110 prové
pelo menos um percurso elétrico eletricamente acoplando a matriz
DCA 120 com o pacote 150a. Em outra modalidade, o painel principal
110 prové pelo menos um percurso elétrico eletricamente acoplando
a matriz DCA 120 com outro componente disposto no painel principal
(por exemplo, qualquer um dos componentes 130a-c, 140a-b). Em uma
modalidade adicional, o painel principal 110 prové pelo menos um

percurso elétrico eletricamente acoplando o pacote 150a com outro

- dos componentes dispostos nd painel Pprincipal. Por exemplo, O

painel principal 110 pode incluir um percurso elétrico 190a
acoplando a matriz DCA 120 e pacote 150a, um percurso elétrico
190b acoplando a matriz DCA 120 ao componente 130a, um percurso

elétrico 190c acoplando pacote 150a ao componente 130a, e um
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percurso elétrico 190d acoplando o pacote de IC 150a ao componente

140b disposto no lado oposto do painel principal .114. Os .percursos.

elétricos 190a-d podem compreender quaisquer estruturas condutoras
apropriadas (por exemplo, gqualquer combinagdo de tragos, vias,
furos diretos revestidos, etc.) fabricados de qualquer material
condutor apropriado (por exemplo, cobre). Os percursos elétricos
ilustrados 190a-d sdo apresentados como exemplos para auxiliar a
entender as modalidades reveladas; entretanto, deve ser entendido
gque na pratica, o painel principal pode incluir varios percursos
elétricos adicionais (talvez centenas ou mesmo milhares desses
percursos) para interconectar um ou mais dos varios componentes
dispostos no painel principal.

Em outra modalidade, um anteparo contra radiagéo
(ndo mostrado nas figuras) pode ser disposto no painel principal
110 e estende sobre a matriz DCA 120 e pacote 150a (ou 150b ou
150c). a matriz DCA 120 e/ou pacote 150a pode gerar radiagéo

eletromagnética, e o anteparo contra radiagcdo pode suprimir o
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escapamento dessa radiagao eletromagnética para evitar
interferéncia eletromagnética com componentes elétricos sensiveis
em proximidade a matriz 120 e pacote 150a. O anteparo contra
radiagdo pode compreender qualquer material eletricamente condutor
apropriado (por exemplo, metais eletricamente condutores, como
niquel, prata, aluminio, cobre e ligas desses e/ou outros metais),
e esse anteparo pode ter qualquer formato e configuracédo
apropriadas. Em uma modalidade, o anteparo contra radiacdo ¢é
eletricamente acoplado e ligado & terra ao painel principal 110.
Além disso, em outras modalidades, o anteparo contra radiacdo
também pode ajudar a remover calor do pacote 150a e/ou matriz DCA
120. Em outra modalidade, outras solugdes térmicas podem ser
dispostas no painel principal 110 (por exemplo, um espalhador de
calor, um dissipador de <calor, etc.) individualmente ou em
combinag¢do com um anteparo contra radiacgédo.

— — o -Deve--ser -enfati'zado “que as modalidades TYéveladas

ndo sdo limitadas a configuragdo mostrada na Figura 1A e, além
disso, que outros tipos de pacotes podem ser dispostos sobre a
matriz_  DCA 120. Modalidades- adicionais sdo-ilustradas- em ‘cada das

Figuras 1B e 1C, que sdo descritas abaixo. Numerais de referéncia
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utilizados para identificar certas caracteristicas da montagem 100
mostrada na Figura 1A sdo retidos em cada uma das Figuras 1B‘e 1C
para elementos similares dessas montagens. Além disso, descrigdes
de elementos similares anteriormente descritos na discussdo da
Figura 1A podem ndo ser repetidas no texto abaixo.

Com referéncia primeira a Figura 1B, é ilustrada
outra modalidade da montagem 100. A modalidade da Figura 1B é
similar aquela da Figura 1A, porém a montagem da Figura 1B inclui
um pacote 150b disposto em uma configurag¢do de matriz para baixo.
Mais especificamente, o pacote 150b compreende um substrato 160b
tendo um primeiro lado 162b e um segundo lado oposto 164b. O
pacote 150b ¢é eletricamente acoplado ao painel principal por
diversas interconexdes 165b. Uma matriz de IC 170b é disposta no
segundo lado do substrato 164b e eletricamente acoplado ao
substrato 160b por diversas interconexdes 165b. A matriz de IC
170b estd voltada para a matriz DCA 120. Em uma modalidade, uma

folga 180b existe entre a matriz de IC 170b e matriz DCA 120,
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embora em outras modalidades porg¢des da matriz de IC 170b podem
contatar a matriz DCA subjacente 120. Além disso, em uma
modalidade adicional, como sera descrito abaixo, uma camada de
subenchimento (ndo mostrada na Figura 1B) pode ser disposta entre
o substrato 160b e painel principal 110, e essa camada de
subenchimento também pode estar presente no espago entre a matriz
DCA 120 e painel principal 110, a folga 180b entre a matriz 170b e
matriz 120, e/ou espa¢o entre a matriz 170b e substrato 160b. Além
disso, ainda em outra modalidade, além da matriz de IC 170b, uma
ou mais matrizes de IC adicionais podem ser dispostas no lado
oposto 162b do substrato 160b.

Com referéncia a seguir a Figura 1C, é ilustrada
uma modalidade adicional da montagem 100. A modalidade da Figura
1C é similar aquela da Figura 1A, porém a montagem da Figura 1C
inclui um pacote 150c tendo uma pilha de matrizes disposta sobre o
mesmo.--Mais especificamente, o pacote 150c “compreende um_ substrato
160c tendo um primeiro lado 162c e um segundo lado oposto 164c. O
pacote 150c é eletricamente acoplado ao painel principal 110 por
diversas interconexdes 165c. Diversas -matrizes- 170c dispostas  em

uma configuragdo empilhada s&o dispostas no substrato 160c. A
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matriz 170c pode ser ligada ao substrato 160c e uma a outra por
camadas adesivas 178c. Em outra modalidade, um espagaéor.pode ser
disposto entre quaisquer duas matrizes adjacentes 170c. Diversas
interconexdes 175¢c - nesse exemplo, ligag¢cdes de fio - podem
eletricamente acoplar cada da matriz 170c ao substrato 160c e/ou
entre si. Em uma modalidade, todas as matrizes 170c compreendem O
mesmo tipo de circuito integrado, ao passo gque em outras
modalidades, qualquer matriz 170c pode ser diferente de outra
matriz. Em uma modalidade, cada matriz de IC 170c compreende um
dispositivo de meméria. Em outra modalidade, pelo menos uma das
matrizes 170c compreende um controlador de memdéria e a outra das
matrizes 170c na pilha compreende dispositivos de meméria. Em uma
modalidade, o pacote 150c compreende uma unidade de estado sélido
(SSD) . De acordo com uma modalidade, uma folga 180c existe entre o
substrato 160c e a matriz DCA 120, embora em outras modalidades
porgdes da matriz 120 possam contatar o substrato de sobreposigéo

160c. Além disso, em uma modalidade adicional, como serd descrito
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abaixo, uma camada de subenchimento (ndo mostrada na Figura 1C)
pode ser disposta entre o substrato 160c e o painel principal 110,
e essa camada de subenchimento também pode estar presente no
espago entre a matriz DCA 120 e o painel principal 110 e/ou a
folga 180c entre a matriz DCA 120 e o substrato 160c.

Voltando agora para a Figura 2, sdo ilustradas
modalidades de um método de fazer uma montagem de painel
principal, como, por exemplo, gqualquer uma das modalidades da
montagem 100 mostradas nas Figuras 1A-1C. Varias modalidades do
método da Figura 2 sdo adicionalmente ilustradas nas Figuras 3A
até 3E, e deve ser feita referéncia a essas figuras como
mencionado no texto abaixo. Além disso, deve ser observado que
numerais de referéncia utilizados para identificar certas
caracteristicas da montagem 100 mostradas na Figura 1A s&o retidos
em cada das Figuras 3A-3E para elementos similares, e descrigdes
_desses . elementos similares podem -ndo- ser ~repetidas no texto
abaixo.

Com referéncia primeiramente ao bloco 210 na

‘Figura 2, uma matriz é diretamente ligada-a um painel -principal=

Isso ¢é ilustrado na Figura 3A, onde a matriz de IC 120 foi

diretamente ligada ao painel principal 110 por diversas
interconexdes 125. Uma operacdo de refluxo pode ser. executada para
criar interconexdes 125 entre a matriz DCA 120 e o painel
principal 110. De acordo com outras modalidades, entretanto, uma
operacdo de refluxo pode ndo ser executada imediatamente apds a
colocagdo da matriz 120 no painel principal 110. Em outra
modalidade, como exposto no bloco 205 e como mostrado na Figura
3A, um ou mais componentes pode ser fixado ao painel principal 110
(por exemplo, componentes 140a, 140b dispostos no lado oposto do
painel principal 114) antes da fixacdo da matriz DCA 120.
Entretanto, em outras modalidades, nenhum componente é fixado ao
painel principal antes da matriz DCA 120.

Como exposto no bloco 220, um pacote é fixado ao
painel principal, e esse pacote é disposto sobre pelo menos parte
da matriz DCA anteriormente fixada. Isso é ilustrado nas Figuras
3B e 3C, onde o pacote 150a foi disposto sobre a matriz DCA 120 e

acoplado ao painel principal por interconexdes 165a. Uma vista em
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elevagdo lateral é mostrada na Figura 3B, ao passo que uma vista
plana é mostrada na Figura 3C. Como melhor visto na Figura 3C, na
modalidade ilustrada, o pacote 150a e matriz DCA 120 sao
genericamente concéntricas entre si, e a matriz 120 e
interconexdes 125 situam-se no padrdo de interconexdes 165a. Em
outra modalidade, como exposto no bloco 225, componentes
adicionais podem ser dispostos no painel principal 110 juntamente
com o pacote 150a. Isso é ilustrado na Figura 3B, onde componentes
130a-130c foram também dispostos no painel principal 110 (para
clareza e facilidade de ilustragdo os componentes 130a-c foram
omitidos na Figura 3C). Em uma modalidade, uma operac¢do de refluxo
é executada para formagdo completa de interconexdes 165a que
estendem entre o pacote 150a e o painel principal 110 e para
acoplar os componentes 130a-c ao painel principal 110. Em outra

modalidade, uma operagdo de refluxo unico pode ser executada para

criar _interconexdes- 125 e interconexdes™ 165a,” e~ ainda em outra

modalidade essa operagdo de refluxo uUnica também pode ligar
componentes 130a-c ao painel principal 110. Entretanto, em outras

Qodalidades, uma operagdo de refluxo pode- ser executada para criar

somente interconexdes 165a (e uma operacdo de refluxo anterior

executada para criar interconexdes 125).

Com referéncia ao bloco 230, um.. material de
subenchimento pode ser disposto no painel principal. Isso é
ilustrado na Figura 3D, onde material foi disposto entre o pacote
150a e painel principal 110 para formar uma camada de
subenchimento 105, essa camada de subenchimento 105 também
enchendo o espaco 180a entre a matriz DCA 120 e substrato 160a,
bem como o espaco entre a matriz DCA 120 e painel principal 110. O
material de subenchimento 105 pode compreender gqualquer material
apropriado, como compostos de epdxi pré-aplicado ou liquido. Além
disso, esse material de subenchimento pode ser aplicado utilizando
qualquer técnica apropriada (por exemplo, fluxo capilar, dispensa
em jato, uma folha pré-formada, etc.). Em uma modalidade, apés
aplicacdo da camada de subenchimento 105, um processo de
aquecimento ¢é executado para curar a camada de subenchimento.
Ainda em outra modalidade, a camada de subenchimento € curada

durante uma operagdo de refluxo (por exemplo, a operagdo de
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refluxo para formar interconexdes 165a). Em uma modalidade
adicional, o material de subenchimento pode ser aplicado em duas
etapas. Por exemplo, uma camada de subenchimento pode ser aplicada
sob a matriz DCA 120 em uma etapa, e uma camada de subenchimento
pode ser aplicada sob o pacote 150a em uma segunda etapa.

Em outra modalidade, como exposto no bloco 240,
um ou mais processos adicionais podem ser executados apés
subenchimento (e/ou apdés fixagdo do pacote). Por exemplo,
componentes adicionais (por exemplo, componentes 130a-c e/ou
componentes 140a-b) podem ser fixados a e eletricamente acoplados
ao painel principal 110. Novamente, como observado acima, um ou
mais desses componentes pode ser fixado ao painel principal em um
estdgio de montagem anterior. De acordo com uma modalidade,
interconexdes elétricas formadas para acoplar qualgquer um ou mais
desses componentes adicionais 130a-c, 140a-b sdo refluidos na
mesma operagdo de refluxo utilizada para -formar -as -interconexdes
'155:é/5u ihﬁe;conexées 165a. Outros processo adicionais que podem
ser executados incluem fixagdo mecdnica de componentes (por
exemplo, fixagcdo por rgbite§,rVgrampos,v,parafusosf -e -outros

brehdedores,retc.) bem como teste.

v == - - ——psmodalidades descritas acima podem apresentar

vdrias caracteristicas dignas de nota. Por exemplo, aiéltura ou
espessura geral H (vide a Figura lA). da montagem 100 pode ser
relativamente pequena (por exemplo, a espessura H pode ser
aproximadamente 1,6 mm ao passo que a espessura correspondente de
uma montagem PoP padrdo pode ser aproximadamente 2,7 mm). Como
exemplo adicional, o painel principal 110 pode ter um nimero
relativamente maior de camadas de metal (por exemplo, 6 ou mais),
que pode fornecer flexibilidade de roteamento aumentada entre a
matriz DCA 120 e o pacote 150a (e/ou outros componentes dispostos
no painel principal 110). Ademais, a aplicagido das modalidades
reveladas ndo deve resultar em nenhum aumento no tamanho geral ou
drea de ocupagdo (footprint) da montagem de painel principal.

A descricdo detalhada acima e desenhos em anexo
sdo somente ilustrativos e ndo restritivos. Foram fornecidos
principalmente para compreensdo clara e abrangente das modalidades

reveladas e nenhuma limitacdo desnecessaria deve ser entendida a



14/14

partir dos mesmos. Inumeras adigdes, deleg¢des e modificagdes nas

modalidades descritas neste relatério, bem como arranjos

alternativos, podem ser idealizados por aqueles versados na

técnica sem se afastar do espirito das modalidades descritas e

5 escopo das reivindicacg¢des anexas.



REIVINDICACOES

1. Sistema de computagdo, caracterizado pelo fato
de que compreende:
um painel principal;
5 uma matriz de circuito integrado diretamente
ligada (matriz DCA) ao painel principal;
um pacote ligado ao painel principal e sobrepondo
pelo menos uma porgdo da matriz DCA; e
pelo menos um outro componente disposto no painel
10 principal;
em que o painel principal inclui pelo menos um
percurso elétrico acoplando a matriz DCA ao pacote e pelo menos um
outro percurso elétrico acoplando a matriz DCA a pelo menos um
outro componente.

15 2. Sistema de computacgéao, de acordo .com a

reivindicagdao 1, caracterizado pelo - fato  “de que'_o .}écote
Compreende:
um substrato; e
20 disposta no substrato. SE——
#_~m”___##_Juuw————-w““”“—BT"Sigféﬁg—#ag computagao, de acordo com .a

reivindicacdo 2, compreendendo adicionélmente uma - segunda- matriz
de IC disposta no substrato e empilhada sobre a primeira matriz de
IC.

25 4. Sistema de computacgdao, de acordo <com a
reivindicagcdo 3, caracterizado pelo fato de que cada uma da
primeira matriz de IC e da segunda matriz de IC compreende uma
meméria.

5. Sistema de computagao, de acordo com a

30 reivindicag¢do 4, caracterizado pelo fato de que o pacote
compreende uma unidade de estado sélido (SSD).

6. Sistema de computacgao, de acordo com a
reivindicagcdo 5, caracterizado pelo fato de que a SSD inclui um
controlador de memdéria.

35 7. Sistema de computagao, de acordo com a

reivindicacdo 2, caracterizado pelo fato de que a primeira matriz

de IC esta voltada para a matriz DCA.
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8. Sistema de computagéao, de acordo com a
reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de que a matriz DCA
compreende um sistema de processamento, o pacote inclui pelo menos
uma matriz de memdéria, e pelo menos um outro componente compreende
um dispositivo de comunicagdo sem fio.

9. Sistema de computagéao, de acordo com a
reivindicagao 8, caracterizado pelo fato de que compreende
adicionalmente:

um display grafico disposto no painel principal,
0 painel principal incluindo um percurso elétrico acoplando o
display grafico a pelo menos um dentre a matriz DCA e o pacote; e

uma fonte de alimentagdo disposta no painel
principal, o painel principal acoplando eletricamente a matriz DCA
e o pacote a fonte de alimentagdo.

10. Sistema de computagéo, de acordo com a
reivindicacdo 8, caracterizado pelo fato de que - ‘compréénde
-adicionalmente um dispoéitivo de entrada de dados disposto no
painel principal.

11. Sistema de computacgao, de .acordo - -com - a

reivindicag¢do 1, caracterizado pelo fato de que compreende -

adicionalmente um -material-—de subenchimento disposto entre o
mv;acote e o painel principal.

12. Método, caracteriiado ‘ pelo fato de que
compreende:

ligar diretamente uma matriz de circuito
integrado (matriz DCA) a um painel principal;

colocar um pacote em um local sobrepondo pelo
menos uma porgdo da matriz DCA e ligar o pacote ao painel
principal;

fornecer um percurso elétrico através do painel
principal entre a matriz DCA e O pacote; e

fornecer um percurso elétrico através do painel
principal entre a matriz DCA e um terminal disposto no painel
principal, o terminal para acoplar com outro componente.

13. Método, de acordo com a reivindicagdo 12,

caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente acoplar

eletricamente um componente ao terminal.
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14. Método, de acordo com a reivindicagdo 13,
caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente executar
uma operagdo de refluxo para ligar o pacote ao painel principal,
em que o componente é eletricamente acoplado ao terminal durante a
operagdo de refluxo.

15. Método, de acordo com a reivindicacgdo 12,
caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente dispensar
um material de subenchimento em um espa¢o entre a matriz DCA e o
painel principal e em um espa¢gco entre o pacote e o painel
principal.

16. Método, de acordo com a reivindicagdo 15,
caracterizado pelo fato de que o material de subenchimento ocupa
um espago entre a matriz DCA e o pacote.

17. Método, de acordo com a reivindicagdo 12,

caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente executar

uma unica operagdo de ;ef;ggpfpara:ligar=avmatriz;DCAiéb_Eginel

principal e ligér o pacote ao painel principal.

. ———




1/4

100
150a
175a 170a 160a
130a 165 8 162a -
"Hmmmm'r'

AW 2 T
CN?____, \()(?__W H
b—lg ( ( 125=—"—" 150;\% |\] |

110 140a 190b 190a FI G 1A lgg;‘"" Soc

150b

1790 162b

130a 165b 170D o
8 12)1805% ) 2 8 1370c7:¢=;x7?777:

-------------------------

] ( 125—-/ 120 \

2190b 190a FIG 1B 64 =5 . C e e s ﬂv_;;#

150c¢

\ 178c i6 2
C
130a 165¢ 2 f 108
8 112 ) 2 1320(:

/ |\ -
L!__l - _// \/T/ LL'__—‘—‘ ) |
2 . (125 120 1 0c \l—dMOb Em:

140a’/ ob 190a FIG 1C —

O

110



200

| LIGAR OUTROS L
COMPONENTES |

- ko= - |
: LIGAR OUTROS
| COMPONENTES ‘

R —

_ LIGAR DIRETAMENTE A MATRIZ
(MATRIZ DCA) AO PAINEL PRINCIPAL

2/4

l

LIGAR PACOTE AO PAINEL PRINCIPAL
SOBRE A MATRIZ DE DCA

—~—210

[ SUBENCHIMENTO
i ]
I
f————— y -



112 120\

l_\ L |I— /

—

S ( T is——
110 140a—" 190b 190a
114

FIG. 3A

150a 175a 170a

130‘3 § 165a 120

\iMOb 190¢
190d

-t

110

\120 \160a



4/4

150a 170a 160a

130a 130b

105 130c

A A D i A A P oo

/r77.07.07.07.0/.0%0 0 /.07.0/.0/.0/,0/,0/, A

(L ——]

N

FIG. 3D

. 170a 160a
130a 105 2 130b

\
| ——
- 3\ Y i
I ( \ L
140a—’  190b 190a 120 N—140b 150c

(
v 110 7 FIG. _3E ~—190d - - _

N

B




